0 4 J b / 8
;‘F
=<
(P
LN Lo -
o < Lo o0 N o O (00) ®)
0o~ ™~ . o) N} 00X e N
oo O o~ ]'OO io']o ]) Fraskante — — O 1 < N oo
Gl - B milled edge\ - - - - |- - - A
0 5 0 S, 0
255 A
R vv‘: SN ’:‘ ’_ O 27 6
BN BN 0% |
NN NN N
NN NN N
SN NN 2 NN N
N 3,35 —
NS :
V < X ::: V
4,91 T 4,91
5,67 L
650 1 — + 6,50 s = v,
’ B
8,17
| |
+
oar 1 1% . ©®1,00 +0,05 (6x) >/\I |
v r 20 o
10,70 ! T 10,70 O\X
11,41 1+ X5 Q o {+- |
s = & Mo
Dot +l 3) +/
::::::: 8 Fraskante
2) "‘t’:?: Vo) milled edge
o N
Do
58
15,50 Al %”:2: ’ 15.50 Frskante C
, § ' Lotseite milled edge
8 Bauteilseite soldering side Y1460
‘ . ’
RS component side
% 118,51
KX | 20.20 ] 19,271 777 s
V B ///////// ///////// |
2020___ / e oy 153 el _l__ Y
' 20,52 > Q = 20,51
] | :/j//:/:/; GOX \\
’_2],69 - 2],77 Y __!_ AP \O—O Y
6‘/ 22,20
(o)
] V2
{4+ -1 2349 42 4 ' ]
Y | |
24,70 _V_¥ ;:: o
24,95 — \ 0.:% v V(E
Y W 25,93 Y
(26,20) \ e / OA i
raskante
——— - - - - - - - 2,00 2)< milled edge 0,70 -l |l 8
°8 8w ¥ & 0% x 250 | 140 -
S = * NS 0 ~ N - 21,15 3) 4) -
o) Goldkontaktflache
, w74 contact surface gold
Versatz / displacement Toleranz / tolerance
1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lotstopplack Goldflache r
PC board total thickness with conductor paths and solder resist surface gold
Fraskante zu Bohrung / millied edge fo +0,2 2) maximale Bauteilhdhe: max 2,00mm I Sperrflache fur Kontaktfidchen
holes maximal component height: max 2,00mm MY Dlocked contact surface
Sperrfldche fOr Bauteile (Bauteile kbnnen bis an Sperrfldche angrenzen)
Fraskante zu Leiterbild / milled edge to 3) Toleranz fUr Bohrungsabstand (2,00+0,05): 21,15%0,1 blocked surface for components (components can boarder on blocked surfaces)
conductiv pattern +0,3 tolerance for hole pitch  (2,00£0,05): 21,15%0,1 ) ) . ) ) ) —
Sperrfladche fur Bauteile und GehduseabstUtzung (Antennenfldche)
4) Toleranz fUr Frassteg (Trennkante) max 0,2 blocked surface for components and support for housing (antenna surface)
tolerance for milling bridge (break bridge) : max 0,2
Bohrungen / holes 10,1 ) i MaBstab: 81 DIN A2
Toleranz fUr Kupferstrukturen +0,127mm !
tolerance for copper structures 0,127mm DIN7168m Material:
Bohrungen zu Leiterbild / holes to Alle MaBe in mm Dafum None .
conductive pattern 0,15 all dimensions in mm e ?Sggggg} I Leﬁerploﬂe PTM 535B7
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